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1 Einleitung

1.1 Themenschwerpunkte dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit untersucht die ,,Auswirkungen der HW/SW-Partitionierung auf
zukiinftige Halbleiter-Produkte in Konsummaérkten“. Die Arbeit hat demnach die zwei
Themenschwerpunkte

e Halbleiter-Produkte in Konsummarkten sowie
o HW/SW-Partitionierung.

Beide Themenschwerpunkte werden zunéchst isoliert untersucht. AbschlieBend werden die
Ergebnisse beider Untersuchungen im Gesamtzusammenhang betrachtet. Das Ergebnis der
vorliegenden Arbeit besteht aus der Verbindung der aus beiden Untersuchungen abzuleiten-
den Trends.

Vor Beginn der eigentlichen Analyse sollen an dieser Stelle beide Themengebiete sowie die
jeweiligen Ziele dieser Arbeit vorgestellt werden.

1.1.1 Halbleiter-Produkte in Konsummarkten

Weite Teile der Industrie beschéftigen sich heutzutage mit der Produktion von Konsum-
produkten. Im Bereich der Konsumprodukte kommt der Konsumelektronik eine bedeutende
Rolle zu. Es wird davon ausgegangen, dafl der grofite EinfluB3 auf die weitere Technologie-
entwicklung in den spéten 90ern und wohl auch noch im frithen 21. Jahrhundert vom
Bereich der Konsumelektronik ausgehen wird.



1. FEinleitung

Ein Teilziel der vorliegenden Arbeit ist eine Kategorisierung der Technologie, die bei der
Realisierung von Konsumelektronik zum Einsatz kommt. Auf der Basis der dabei erzielten
Ergebnisse erfolgt eine Trendanalyse bzgl. der Technologie-Entwicklung fiir die nahe Zu-
kunft.

1.1.2 HW/SW-Partitionierung

Die Entwicklung von Konsumelektronik verlduft i.d.R. in mehreren Schritten. In einem
ersten Schritt wird das System in allgemeiner Form beschrieben. Desweiteren werden die
Komponenten ausgewdhlt, mit denen das System schlieBlich realisiert werden soll. Diese
Komponenten sind auf der Softwareseite Prozessoren und auf der Hardwareseite Baustein-
bibliotheken. Im zweiten Schritt werden die Kosten abgeschitzt, die bei der Realisierung der
verschiedenen Systembestandteile mittels der verschiedenen Komponenten entstehen wiir-
den. Auf der Basis dieser Abschitzung werden die Systembestandteile dann auf die
Software- bzw. Hardwarekomponenten verteilt. Das System sollte nach dieser Aufteilung
allen a priori definierten Anforderungen geniigen. Dieses ist das Kernproblem der soge-
nannten HW/SW-Partitionierung. Es existieren verschiedene Ansétze, dieses Problem zu
losen [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Der HW/SW-Partitionierung wird in zunehmendem MaB3e
Bedeutung zugemessen.

In dieser Arbeit wird exemplarisch der Entwurf eines Systems aus dem Bereich der
Konsumelektronik bis zum Schritt der Partitionierung durchgefiihrt. Der gesamte Entwurf
erfolgt mit COOL [1]. Mit Hilfe von COOL sollen verschiedene Partitionierungen fiir die
Applikation ermittelt werden. Der Vergleich dieser Partitionierungen untereinander soll die
Auswirkungen eines optimierten HW/SW-Partitionierungsprozesses auf kiinftige Systemre-
alisierungen darstellen. AuBerdem soll untersucht werden, in welcher Form sich kiinftige
Entwicklungen - wie z.B. eine konkrete Performance-Steigerung der Hardware - auf ein
Design auswirken kénnen.



